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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光装置の製造に関する方法であって、
　少なくとも１つの発光ダイオードが配置される基板を設けるステップと、
　前記少なくとも１つの発光ダイオードを少なくとも部分的に横方向に囲むコリメータを
、透過性ボンディング材料を用いて前記少なくとも１つの発光ダイオード及び前記基板へ
ボンディングするステップによって、配置するステップと、
を含み、
　前記透過性ボンディング材料は、当該透過性ボンディング材料が硬化される前において
、少なくとも前記コリメータを外側から支持するように設けられる、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、自己支持波長変換要素が、前記少なくとも１つの発光
ダイオードの発光表面へ光学的及び物理的にボンディングされる、方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法であって、前記ボンディングするステップは、ボンディン
グ材料前駆体を配置し、これを、ボンディング材料へ形成するために固化させるステップ
を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法であって、前記コリメータは、前記基板の
平面において、前記少なくとも１つの発光ダイオードから10乃至200μmの距離に配置され
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る、方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法であって、前記コリメータは、金属材料か
ら形成される、方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法であって、前記コリメータは、100乃至500
μmの範囲にある材料厚さを有する少なくとも１つの自己支持壁要素を有する、方法。
【請求項７】
　基板に配置される少なくとも１つの発光ダイオードと、前記少なくとも１つの発光ダイ
オードによって発される光をコリメートするための前記少なくとも１つの発光ダイオード
を少なくとも部分的に横方向に囲むコリメータと、を含む発光装置であって、
　前記コリメータは、第１透過性ボンディング材料を用いて、前記少なくとも１つの発光
ダイオードへ及び前記基板へボンディングされ、
　前記第１透過性ボンディング材料は、当該第１透過性ボンディング材料が硬化される前
において、少なくとも前記コリメータを外側から支持するように設けられる、
発光装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の発光装置であって、自己支持波長変換要素が、第２透過性ボンディン
グ材料を用いて、前記少なくとも１つの発光ダイオードの発光表面へ光学的及び物理的に
ボンディングされる、発光装置。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の発光装置であって、前記コリメータは、金属材料から形成され
る、発光装置。
【請求項１０】
　請求項７乃至９のいずれか一項に記載の発光装置であって、前記基板の平面における、
前記コリメータと前記少なくとも１つの発光ダイオードとの間の距離は、10乃至100μmの
範囲にある、発光装置。
【請求項１１】
　請求項７乃至１０のいずれか一項に記載の発光装置であって、前記コリメータは、100
乃至500μmの範囲にある材料厚さを有する少なくとも１つの自己支持壁要素を有する、発
光装置。
【請求項１２】
　請求項７乃至１１のいずれか一項に記載の発光装置であって、前記コリメータは、前記
基板に対する法線に沿って前記基板から距離と共に徐々に増加する断面領域を表すように
ファンネル形状にされる、発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板において配置される少なくとも１つの発光ダイオードと前記少なくとも
１つの発光ダイオードによって発される光をコリメートする前記少なくとも１つの発光ダ
イオードを少なくとも部分的に横方向に囲むコリメータとを含む発光装置に関する。本発
明は、更に、発光装置の製造の方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　上述の発明分野に従う発光装置は、従来知られている。これらは、それ自体、例えばテ
レビ及びモニタ等に関する、(画像)表示装置におけるバックライト発光パネルにおける光
源として使用される。このような装置は、（携帯型）計算機又は（携帯型）電話において
使用されるＬＣＤパネルとも記される液晶表示装置などの非発光ディスプレイに関するバ
ックライトにおける光源としての使用に関して特に適している。
【０００３】
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　このような装置は、一般照明目的に関する、又は、例えば、店舗ウィンドウ照明、又は
、例えば、ガラスの（透明若しくは半透明）板の照明、若しくは、宝石などのアイテムが
ディスプレイされるガラスの若しくは（透明）合成樹脂の（透明）板の照明、など、店舗
照明に関する、照明器具における光源としても使用される。このような装置は、更に、ガ
ラス壁に特定の状況下において光を放射させるための、又は、光を用いて窓を通ずる視野
を低減若しくはブロックするための、窓ガラスに関する光源としても使用される。更なる
代替応用例は、照明広告ボードに関する光源としてこのような装置パッケージを使用する
ことである。加えて、装置パッケージは、特に、住宅照明に関する、内装照明に関して使
用され得る。
【０００４】
　この種類の発光装置は、国際特許公報第2005/109529号に記載されており、発光ダイオ
ードは、基板に配置され、そして、セラミック材料のコリメータ内にある。
【０００５】
　しかし、国際特許公報第2005/109529号における対策は、通常、ＬＥＤチップが基板に
おける予備成形発光構造において装着されることを必要とする。
【０００６】
　したがって、より簡単に製造される改善された発光装置に関する必要性が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、この課題を少なくとも部分的に克服すること、及び、コリメート構造
が発光ダイオードが基板に配置された後に容易に配置され得る発光装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の態様において、本発明は、発光装置の製造に関する方法であって、
－少なくとも１つの発光ダイオードが配置される基板を設けるステップと、
－前記少なくとも１つの発光ダイオードを少なくとも部分的に横方向に囲むコリメータを
、透過性ボンディング材料を用いて前記コリメータを前記少なくとも１つの発光ダイオー
ド及び前記基板へボンディングするステップによって、配置するステップと、を含む、方
法に関する。
【０００９】
　本発明の方法を使用することによって、コリメータは、ＬＥＤの設置の後に配置され得
、このことは、ＬＥＤの設置を促進する。
【００１０】
　本発明の実施例において、自己支持波長変換要素は、前記少なくとも１つの発光ダイオ
ードの発光表面へ光学的及び物理的にボンディングされる。
【００１１】
　波長変換板を有するＬＥＤは、光の大部分を、基板の法線に対して高角度にある方向へ
発する。
【００１２】
　本発明の実施例において、前記コリメータを前記少なくとも１つの発光ダイオード及び
前記基板へボンディングするステップは、ボンディング材料前駆体を配置し、これを、ボ
ンディング材料へ形成するために固化させるステップを含む。
【００１３】
　液体ボンディング材料は容易に配給され得る一方で、コリメータの位置の調整などの、
ある程度の動きを許容させる。
【００１４】
　本発明の実施例において、前記コリメータは、前記基板の平面において、前記少なくと
も１つの発光ダイオードから10乃至200μmの距離に配置される。
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【００１５】
　コリメータは、エテンデュ（etendue）における損失を維持又は最小化するためにＬＥ
Ｄに近接して有利に位置される。
【００１６】
　本発明の実施例において、前記コリメータは、金属材料から形成される。
【００１７】
　金属材料製のコリメータは、非常に薄く作製され得る一方で、高い反射効率を有する。
したがって、これらは、コリメータが基板に糊付けされる対処法において使用するのに適
される。
【００１８】
　本発明の実施例において、前記コリメータは、100乃至500μmの範囲にある材料厚さを
有する少なくとも１つの自己支持壁要素によって形成される。
【００１９】
　第１の態様において、本発明は、基板に配置される少なくとも１つの発光ダイオードと
、前記少なくとも１つの発光ダイオードによって発される光をコリメートするための前記
少なくとも１つの発光ダイオードを少なくとも部分的に横方向に囲むコリメータと、を含
む発光装置に関する。ここで、前記コリメータは、第１透過性ボンディング材料を用いて
、前記少なくとも１つの発光ダイオード及び前記基板へボンディングされる。
【００２０】
　本発明は、更に、添付の請求項の全ての可能な組合せにも更に関する。
【００２１】
　本発明のこれら及び他の態様は、本発明の現時点で好ましい実施例を示す添付の図面を
参照にして、以下により詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１ａ】図１ａは、発光装置の製造に関する方法を概略的に例示する。
【図１ｂ】図１ｂは、発光装置の製造に関する方法を概略的に例示する。
【図１ｃ】図１ｃは、発光装置の製造に関する方法を概略的に例示する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の例示的な実施例は、図１ａ・ｂ・ｃに例示される。この実施例の発光装置１０
０は、基板１０２に配置される発光ダイオード（ＬＥＤ）チップ１０１を含む。自己支持
波長変換基体１０５は、透過性ボンディング材料１０７を用いて、発光ダイオード１０５
の発光表面１０６へ光学的及び物理的にボンディングされる。
【００２４】
　発光ダイオード１０１は、第１波長（又は第１ピーク強度を有する第１波長区間）の光
を、該波長表面を通じて発する。
【００２５】
　波長変換基体１０５は、ダイオード１０１によって発される光の少なくとも一部を受信
及び吸収し、吸収された光を、第２のより高い波長（又はより高い波長にピーク強度を有
する第２波長区間）の光へ変換するように適合される。波長変換は、波長変換基体におい
て含まれる蛍光及び／又はリン光性材料などの、波長変換材料によるものである。
【００２６】
　ＬＥＤチップ１０１は、通常、ＬＥＤチップを駆動させる伝導性ライン（図示されず）
へ接続される。
【００２７】
　ＬＥＤによって発される、及び／又は波長変換材料によって変換される光は、ＬＥＤ１
０１を横方向に囲んで配置されるコリメータ１０３によってコリメートされる。コリメー
タ１０３は、ＬＥＤ１０１に面する反射表面、及び、基板から距離と共に増加する断面領
域を表すファンネル形状を表す。したがって、コリメータ壁は、ＬＥＤ１０１から外側へ
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傾く。
【００２８】
　コリメータ１０３は、通常、糊などの透明キュアボンディング材料１０４を用いて、Ｌ
ＥＤ１０１及び基板１０２へ物理的にボンディングされる。
【００２９】
　可能な限りＬＥＤからの光のエテンデュを保持するために、コリメータの壁はＬＥＤ１
０１の側壁に近接して位置されることは重要なことである。図１に例示される好ましい実
施例において、壁は、ＬＥＤの横方向表面から100μmより下の距離に配置される。
【００３０】
　本文書で使用されるように、発光ダイオード又はＬＥＤは、当業者に知られているいか
なる種類の発光ダイオードをも言及し、従来型の無機ベースのＬＥＤ、更に有機ベースの
ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）及びポリマ・ベースのＬＥＤも、含む。
【００３１】
　ＬＥＤチップは、好ましくは、両方のリード部がチップの同一側に位置される「フリッ
プチップ」型である。この設計は、装置の発光表面における波長変換基体の配置を促進す
る。しかし、他の種類のＬＥＤチップも、本発明における使用に関して考慮される。
【００３２】
　本発明の実施例において使用するＬＥＤは、紫外線領域から可視光領域を通じて赤外線
領域にわたる、いかなる色の光をも発し得る。しかし、波長変換材料は、従来的には、赤
色シフトによって光を変換するので、多くの場合、紫外線／青色領域における光を発する
ＬＥＤを使用することが望ましく、その理由は、このような光は、本質的にいかなる他の
色へも変換され得るからである。
【００３３】
　本発明において使用する波長変換材料は、好ましくは、非変換光によって励起され、緩
和において光を発する蛍光及び／又はリン光性材料である。
【００３４】
　現時点で好ましい実施例において、波長変換基体は、波長変換材料を含む又は波長変換
材料からなる自己支持波長変換基体１０５へ成形される。
【００３５】
　ある実施例において、自己支持波長変換基体は、本質的な波長変換材料の圧縮セラミッ
ク材料、又は、例えば、ＰＭＭＡ(polymethylmethacrylate)又は粒子でドープされ得、波
長変換粒子を埋め込んでいる他の材料などの、寸法的に安定したマトリクス材料を含み得
るが、これらには限定されない。別の実施例において、自己支持波長変換基体は、理論固
定状態密度の97%より多い密度を有するセラミック材料を含み得る。
【００３６】
　発光セラミック層へ形成され得る蛍光体の例は、黄色－緑色領域の光を発する一般式(L
u1-x-y-a-bYxGdy)3(Al1-zGaz)5O12:CeaPrbを有し、0＜x＜1,0＜y＜1,0＜z≦0.1,0＜a≦0.
2であり、例えばLu3Al5O12:Ce

3+及びY3Al5O12:Ce
3+などのアルミニウム・ガーネット蛍光

体、並びに赤色領域における光を発する(Sr1-x-yBaxCay)2-zSi5-aAlaN8-aOa:Euz
2+であっ

て、0≦a＜5,0＜x≦1,0≦y≦1及び0＜z≦1であり、例えば、Sr2Si5N8:Eu
2+など、を含む

。適切なY3Al5O12:Ce
3+セラミックスラブは、Baikowski　International　Corporation　

of　Charlotte,N.Cから購入され得る。他の緑色、黄色、及び赤色発光蛍光体も、適切で
あり得、それらは、例えば、(Sr1-a-bCabBac)SixNyOz:Eua

2+(a=0.002-0.2,b=0.0-0.25,c=
0.0-0.25,x=1.5-2.5,y=1.5-2.5,z=1.5-2.5)、SrSi2N2O2:Eu

2+;(Sr1-u-v-xMguCavBax)(Ga2
-y-zAlyInzS4):Eu

2+、SrGa2S4:Eu
2+;Sr1-xBaxSiO4:Eu

2+、及び(Ca1-xSrx)S:Eu
2+、ここで

0＜x≦1、並びにCaS:Eu2+及びSrS:Eu2+を含む。更に、SSONe及びCeCASなどの材料も使用
され得る。
【００３７】
　自己支持波長変換基体は、通常、平板又は（ＬＥＤに向けて平面を有する）ドーム形状
基体、又は、装置の応用例に適合し得るいかなる他の形状へも形成される。本発明の実施
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例において使用する平板形状波長変換基体は、通常、10～1000μm、例えば250μm前後な
どの約100～500μmなど、の厚さを有する。
【００３８】
　自己支持波長変換基体１０５をＬＥＤへ光学的及び物理的にボンディングする場合に使
用するボンディング材料１０７は、好ましくは、少なくとも第１波長の非変換光に関して
本質的に透過性である。
【００３９】
　使用に関して適切であるボンディング材料の例は、応用例、ＬＥＤの発光表面の材料、
波長変換基体の材料、及びボンディング材料が露出される温度、に依存する。
【００４０】
　例えば低溶融ガラス、エポキシ材料、透過性ポリマ、シアノアクリレート接着剤、紫外
線キュア接着剤、及びＰＤＭＳなどのシロキサン（siloxanes）、などを含む。
【００４１】
　コリメータ１０３は、通常、例えば、銀、金、アルミニウム及びチタン製の金属箔であ
る、金属材料などの高反射材料の１つ又は複数の自己支持壁要素を含む。
【００４２】
　このような高反射材料の一つの例は、Alanod社製のMiroである。
【００４３】
　好ましくは、壁要素は、通常約100～500μmの厚さを有する薄い壁である、又は、内部
反射チャンバを有する立体基体である。
【００４４】
　コリメータの高さ、及び基板の法線に対するコリメータ内部壁によって形成される角度
は、応用例及び光のコリメーションの望ましい程度に依存する。
【００４５】
　壁要素は、直線又は曲線であり得、Ｖ字形状又はＵ字形状コリメータを形成する。コリ
メータは、光源の角度を低減させ、出力窓において光を均一光分布へ混合する。投影ディ
スプレイ応用例において、出力窓は、拡大レンズ及び対物レンズを用いて直接ディスプレ
イへ結像され得、この場合、通常、混合ロッド、積分器又は他のホモジナイザ（均一化装
置）が必要とされる。
【００４６】
　通常、基板表面から計測されるコリメータの高さは、約5～15mmである。
【００４７】
　通常、基板の法線へのコリメータ内部によって形成される角度は、5～15°である。
【００４８】
　コリメータ１０３は、透明ボンディング材料１０４を用いてＬＥＤ１０１及び基板１０
２へ物理的にボンディングされる。ボンディング材料１０４は、ＬＥＤチップにおいて生
成される光の光取り出しにおける補助となるように光学的に透過性である。
【００４９】
　ボンディング材料１０４は、前駆体材料の、キュアなどの、その場での硬化「in　situ
-hardening」によって形成されるキュアされた、本質的に堅く非柔軟性の材料である。本
発明の実施例において使用するボンディング材料１０４の例は、例えばShin-etsu社製な
どの、シリコーン材料（例えばＰＤＭＳ）及びエポキシ材料などの、ケイ素に基づく材料
を含む。
【００５０】
　更に、ボンディング材料１０４は、ＬＥＤ１０１及び、存在する場合任意選択的に、波
長変換板１０５を、これらのアセンブリを衝撃及び擦り傷などの外部的力から保護するよ
うに、封止し得る。
【００５１】
　本発明に従うと、発光装置１００は、以下の記載のように製造され得る。
【００５２】
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　上述の波長変換基体１０５を任意選択的に備えられるＬＥＤ１０１は、基板１０２に配
置される。
【００５３】
　コリメータ１０３は、その後、ボンディング材料を用いて、ＬＥＤの横方向側を囲むよ
うに、基板において配置される。コリメータ１０３は、予備形成され得る、代替的に、コ
リメータ１０３は、コリメータを集合的に形成するために２つ又はそれ以上の壁要素を配
置することによって基板１０２に形成される。コリメータは、ボンディング材料前駆体の
沈着の前に、その後に、又はそれと同時に基板に配置される。ボンディング材料前駆体は
、ボンディング材料前駆体がＬＥＤ１０１、基板１０２及びコリメータ１０３と接触する
ように沈着される。
【００５４】
　その後、ボンディング材料前駆体は、コリメータ１０３を基板へ物理的にボンディング
し、及び、コリメータ１０３をＬＥＤ１０１へ光学的にボンディングするボンディング材
料１０４へ、キュアなどにより硬化させる。任意選択的に、ボンディング材料は、波長変
換基体１０５とも接触するようにある。
【００５５】
　当業者は、本発明が、上述の好ましい実施例にいかなるようにも制限されないことを理
解する。対照的に、多くの修正態様及び変更態様も、添付の請求項範囲内において可能で
ある。例えば、２つ又はそれ以上などの、１つより多い発光ダイオードが、同一のコリメ
ート構造内に配置され得る。更に、２つ又はそれ以上などの、１つより多い発光ダイオー
ドが、同一の自己支持波長変換基体へボンディングされ得る。更に、上述の説明は自己支
持波長変換基体に含まれる波長変換材料に主に言及されているものの、本発明は、これに
限定されず、波長変換材料は、例えば、ＬＥＤの発光表面における粉末として噴霧沈着な
どもされ得ることを特記されるべきである。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】
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